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内容概要

　　《温度对微电子和系统可靠性的影响》是一部半导体器件可靠性物理专著，重点讨论了微电子器
件失效机理与温度的关系、微电子封装失效机理与温度的关系、双极型晶体管和MOS型场效应晶体管
电参数与温度的关系、集成电路老化失效物理，提出了微电子器件温度冗余设计和应用准则、电子器
件封装的温度冗余设计和使用指南，归纳总结了稳态温度、温度循环、温度梯度及时间相关的温度变
化对器件可靠性的影响。
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章节摘录

　　第一章 温度——可靠性的影响因素　　许多可靠性工程师和系统设计师认为温度是影响电子设备
可靠性的一个主要因素。
因此经常采用降低漫度的方法来提高可靠性，而对于采用降低温度给制冷系统的可靠性、费用、质量
和体积所带来的影响，以及降温对电子设备可靠性实际增长的作用程度，缺少综合权衡。
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编辑推荐

　　《温度对微电子和系统可靠性的影响》内容对电子产品设计师、质量师和可靠性工作者具有启发
和指导作用，对半导体器件设计和制造工程师、电子产品设计师和器件失效分析工作者从中也将得到
裨益，对提高国产半导体器件的质量和可靠性将产生积极作用。
《温度对微电子和系统可靠性的影响》也可以作为微电子器件和电子产品可靠性专业本科生和研究生
的参考教材。
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